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Abstract (en)
[origin: US2021036397A1] A method for depositing an electrically conductive metal onto at least one portion of the inner surface (3) of an internal
cavity (2) of a waveguide (1) includes: preparing a suspension containing at least one liquid and at least one precursor of the electrically conductive
metal in suspension in said at least one liquid; coating at least one portion of the inner surface (3) of the internal cavity (2) of the waveguide (1)
with the suspension, and heat-treating at least said portion of the inner surface (3) of the internal cavity (2) of the waveguide (1) coated with the
suspension. A method for manufacturing a metallized waveguide can implement this deposition method.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de dépôt d'un métal conducteur électrique sur au moins une partie de la surface interne (3) d'une cavité interne
(2) d'un guide d'ondes (1). Ce procédé consiste en ce que :- on prépare une suspension qui contient au moins un liquide et au moins un précurseur
du métal conducteur électrique en suspension dans ledit au moins un liquide ;- on enduit au moins une partie de la surface interne (3) de la cavité
interne (2) du guide d'ondes (1) avec la suspension ;- on traite thermiquement au moins ladite partie de la surface interne (3) de la cavité interne (2)
du guide d'ondes (1) enduite avec la suspension.L'invention concerne, encore, un procédé de fabrication d'un guide d'ondes métallisé mettant en
œuvre ce procédé de dépôt.
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